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hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization-cg
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promate inte
eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. [To this
ition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications] lechnical
Cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s
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articipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationis liaising

he IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the nternational Organiz
ardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement b&tween the two organiZ

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as hearly as possible, an inte
knsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international~use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts are made.\to ensure that the technical conte
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible fory'the way in which they are used of
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National YCommittees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
EC Publication and the corresponding national orrégional publication shall be clearly indicated in t

tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide c
sment services and, in some areas, access'to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
es carried out by independent certification-bodies.

ers should ensure that they have the llatest edition of this publication.
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bers of its technical committeeshand IEC National Committees for any personal injury, property dg
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ensable for the correct application of this publication.
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The text of This International Standard IS based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/1574/FDIS 86C/1586/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62148 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Package and interface standards, can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

A photonic chip scale package is used to convert electrical signals into optical signals and vice-
versa. This document covers the physical interface for photonic chip scale packages. These
modules are designed for use with free space optics or multiple channel optical fibre connectors.
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 19: Photonic chip scale package

optical

1 Scope

This part of IEC 62148 covers the photonic chip scale package

The purpose of this document is to specify adequately the physical requirements of
transmitters and receivers that will enable mechanical interchangeability of transmitt¢rs and
receivefs.

2 Normative references

The fol

For u
amend

IEC 62
Part 1:

3 Te

31 1

For the

ISO an
addres

e |EC
e |[SO

3.1.1
photon

owing documents are referred to in the text in such a way that'some or all of their

dated references, the latest edition of the referemced document (includi
ents) applies.

constit’_\/{:es requirements of this document. For dated referencesy.'only the edition cited §

48-1, Fibre optic active components and devices — Package and interface stan
General and guidance

'ms, definitions and abbreviated\terms

[erms and definitions

purposes of this document, the following terms and definitions apply.

d I[IEC maintain terminological databases for use in standardization at the fo
5es:

Electropedia; available at http://www.electropedia.org/

Online bfewsing platform: available at http://www.iso.org/obp

ic’chip scale package

content
pplies.
g any

Hards —

llowing

E and/or E/O convertor, where electrical 1/Os and optical I/Os are also included

chip O/

3.2 Abbreviated terms

CSP
O/E
E/O
I/O
SIG
TX
RX
MOD
LD

chip scale package
optical to electrical
electrical to optical
input/output

signal

transmitter
receiver

optical modulator

laser diode
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TIA
PCB
PWB
PD
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multimode fibre
transimpedance amplifier
printed circuit board
printed wiring board
photodiode

4 Classification

The photonic chip scale package specified in this document is classified as type 5 according to
the definitions of IEC 62148-1.

5 Specification of photonic chip scale package

51 ¢

Clause

5eneral

5 specifies the physical requirements of a photonic chip scale package that will

mechanical interchangeability of modules complying with this document; both for the P

for any

5.2 (
The blg

panel mounting requirement.

5eneral block diagram (silicon photonics)

ck diagram for the photonic chip scale package i§'shown in Figure 1, which con

channglls of electrical inputs, M channels of electricalloutputs, Q channels of optical d

and R

The fu
conver

Channg
electric
wavele

Specifi

hannels of optical inputs.

hctions of electrical to optical (E/O)Nconversion or/and optical to electrica
5ion are provided by the package accarding to applications.

| numbers of electrical inputs N and optical outputs Q in E/O and optical inputg
al outputs M in O/E are determined according to a multiplexing scheme s

enable
CB and

tains N
utputs,

(O/E)

R and
uch as

ngth multiplexing and seriatizer/deserializer.
c configurations for the.photonic chip scale package are shown in Annex A.
VDD
x N
Efectrical signal p # MOD
input " ;
P Driver L Q
MOD \ Optical signal
LD Driver LD output
Control/alarm  <—>|
Monitor - Transmitter
Receiver
xR
Optical signal
x M Lo
Limiting + ;
Electrical signal p # amplifier TIA PD nput
output |

l | VPD (option)

GND  VvDD2 (option) IEC

Figure 1 — General block diagram for photonic chip scale package
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5.3 Electrical interface
5.3.1 General

The electrical interface in this document defines only the basic functionality of each terminal.

5.3.2 Numbering of electrical terminals

Electrical terminal numbering assignments are shown in Figure 2. The location of reference
electrical terminal A1 is assigned at bottom left corner, and the direction of the package is
decided by the position of the optical interface shifted to the left of centre, as shown in Figure 2.

00000000000 00000
0l0/0/0/0/0/000/0 000000
: QO

— Optical interface

00000000000

o)(0](o][o]e] o] 0] c]c]e]c]e]e]e]e]e]e]le

0000000800000
00000 008G 0000

TPWOUMME I~

Q0
QO
QO
Q0
Q0
00
Q.0
6}.0)

= Q000000

N
s
»
0
—
o

IEC

Figure 2 — Electricabterminal numbering assignment (top view)

5.4 OQptical interface
5.4.1 General

The ogtical interface in this document defines only the basic functionality of each |optical
termingl. The channel spacing of optical interface has two options of 0,25 mm and 0,12 mm.

5.4.2 Free space optical beam condition

The optical output beam from a surface of the photonic chip scale package is coupled to an
optical fibre or optical waveguide with free space optics, such as optical lenses or butt coupling,
to have a specific coupling efficiency designed by each vendor.

Dimension of optical terminals and beam profiles are characterized in accordance with the
vendor’s specification.

5.5 Outline and footprint
5.5.1 General

The footprint of the photonic chip scale package is determined by the number of channels of
the optical transmitter and/or receiver and the dimensions and pitch of the electrical terminals.
The electrical pad pitch and dimensions of the chip follow the general guidance for a chip scale
package (IEC 62148-21).
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Specific configurations for the photonic chip scale package are shown in Annex A.

5.5.2 Drawing of footprint

The recommended pattern layout for the PCB is shown in Figure 3, and informative electrical
wiring for a high speed electrical interface is shown in Figure 4. The dimensions of
recommended pattern layout for PCB are shown in Table 1.

[e]

Y
A

000000000000 0Q0O0O0
000000000000 0000

IEC

NOTE ¢ = 0,25 mm

Figure 3 — Recommended pattern layout for PCB

®
z
o
®
@

L

G

.z /'ﬁ/fe'/,o}g’je/ 2
, //ﬂ Photonic
CSP

I
NN

PWB

Figure 4 — Informative electrical strip line wiring for high speed electrical interface

Table 1 — Dimensions of recommended pattern layout for PCB

Dimensions

Reference mm

Minimum Maximum

fx 0,13 0,17
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A.1 General

- 11 -

Annex A
(normative)

Specific configurations

Specific configurations of chip scale package for multiple channel optical transmitter/receiver
applications are described in Annex A. With options for optical channel spacing of 0,25 mm and
0,125 mm, alternatives of 4-channel transceiver (transmitter and receiver), 8ch transceiver,

ropaoliaor o

nnnnnn fiand

Cloticac 2t 4

Lo

I

120ht oottt oy oA 49 ALk n A A o +
r,AIIOIIIILLUI, aru— Tzorm etV eTarc SpPpe MU T OratdsStS 7wz (U7 wLT,;, ao (1ot

Table A.1 — Specific configurations specified in Annex A

adin-To
coO1T rag

le A.1.

Configuration

Optical channel spacing

12ch refceiver

0,25 mm 0/125 mm
4ch trapsceiver A.2 -
8ch trampsceiver - A3
12ch trg@nsmitter/

- A4

A.2 HAch transceiver

A.2.1 Block diagram

The bldck diagram of a 4ch transceiver is.shown in Figure A.1.
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VLDDP1-3 VPLD VDD
VBIAS1 VBIAS2
VLDDQ
34
Input 1 ﬁ _i
_— Input2 & = MOD
Electrical signal driver Optical signal
input Input3 P B
P P = VoD output
Input 4 E _,' pr—— O UtPUL 1
LD driver LD p——) Output 2
SDA »| Output 4
licrocontroller SCL Transmitter
GPIO
I_M—l TMON Receiver < Input 1
emory map
MONOUT < Input 2
< Input 3
Output1 ° ==
P " Limiting < Input 4
e TIA PD
Output 2 E1= amplifier . .
I Optical signal
Electricgl signal o || inout
outbut Output3 : P
Output 4 ﬁ<_'
| | VPD
GNB VDD33

IEC

Figyre A.1 — Block diagram for chip scale package of 4ch transceiver using silicon
photonics chip withooptional pads for LD control

A.2.2 Electrical terminal assignments

Electridal terminal numbering assignments are shown in Figure A.2. Electrical terminalg in the
outer two rows and columns (outer two lines) are used. The direction of the package is decided
by the position of the optical.interface shifted to the left of centre, as shown in Figure A.2. The
termingl definitions are shown in Table A.2.
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VvV 0000000 00000000000
U (OO0 00000000 00000000
T (OO Q0
R OO QO
P QO Q0
N QO 7] Q0
M OO Q0
L QO 0 Q0
K 10O — Optical interface Q0
J OO0 Q0
H OO QO
G (GO oo
E ) o0
E GO Q0
D QO Qo
C GO Q0O
B (OO0 OOO00OCOOOO000000
A (OO0 OI0I0I0I0OI0IO 00000000
1 3 5 7 9 11 13 15 17

N

4 6 8 10 12 14 16 18
[BE

Figure A.2 — Electrical terminal numbering assignment (top view)

Table A.2 — Terminal function definitions \for a 4ch transceiver

T:Jmu:_l Symbol Function
A1 GND Ground
A2 GND Ground
A3 GND Ground
A4 VLDDQ LD drive, common
A5 VLDDP3 LD_power supply 3 (external drive mode)
A6 VLDDP2 LD*power supply 2 (external drive mode)
A7 VLDDP1 LD power supply 1 (external drive mode)
A8 GND Ground
A9 VDD Power supply
A10 GND Ground
A11 VPLD LD driver power supply
A12 VDD33 3,3 V power supply
A13 TMON Temperature monitor output
A14 GND Ground
A15 GND Ground
A16 GND Ground
A17 GND Ground
A18 GND Ground
B1 GND Ground
B2 GND Ground
B3 GND Ground
B4 VLDDQ LD drive common
B5 VLDDP3 LD power supply 3 (external drive mode)
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Terminal Symbol Function
number
B6 VLDDP2 LD power supply 2 (external drive mode)
B7 VLDDPA1 LD power supply 1 (external drive mode)
B8 GND Ground
B9 VDD Power supply
B10 GND Ground
B11 VPLD LD driver power supply
B12 VDD33 3,3 V power supply
B13 VDD Power supply
B14 GND Ground
B15 GND Ground
B16 GND Ground
B17 GND Ground
B18 DIPO1 Non-inverted input channel 1
Cc17 GND Ground
C18 DINO1 Inverted input channel 1
D17 GND Ground
D18 DIP02 Non-inverted input channel 2
E17 GND Ground
E18 DINO2 Inverted input channel 2
F17 GND Ground
F18 DIPO3 Non-inverted inputtehannel 3
G17 GND Ground
G18 DINO3 Inverted input channel 3
H17 GND Ground
H18 DIP0O4 NaenJinverted input channel 4
J17 GND Ground
J18 DINO4 Inverted input channel 4
K17 GND Ground
K18 DOPO1 Non-inverted output channel 1
L17 GND Ground
L18 DONO1 Inverted output channel 1
M17 GND Ground
M18 DOPO02 Non-inverted output channel 2
N17 GND Ground
N18 DONO02 Inverted output channel 2
P17 GND Ground
P18 DOPO03 Non-inverted output channel 3
R17 GND Ground
R18 DONO3 Inverted output channel 3
T17 GND Ground
T18 DOP04 Non-inverted output channel 4
U1 GND Ground
u2 GND Ground
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Terminal Symbol Function
number

u3 GND Ground

u4 GND Ground

us VPD PD bias voltage

ué6 VPD PD bias voltage

u7 VDD Power supply

us VDD Power supply

u9 GND Ground

u10 VDD Power supply

Ut GND Ground

u12 GND Ground

u13 GND Ground

u14 GND Ground

u15 GND Ground

u16 GND Ground

u17 GND Ground

u18 DONO04 Inverted output channel 4

VA1 GND Ground

V2 MONOUT Optical power monitor output

V3 VDD33 3,3 V power supply

V4 GPIO General purpose 1/0

V5 SCL 2-wire serial interface clock

V6 SDA 2-wire serial interface data

V7 VDD Power supply

V8 GND Ground

V9 VBIAS2 Bias/voltage 2

V10 GND Ground

V11 VBIAS1 Bias voltage 1

V12 GND Ground

V13 GND Ground

V14 GND Ground

V15 GND Ground

V16 GND Ground

V17 GND Ground

V18 GND Ground

A.2.3 Optical terminal assignments

Optical terminal numbering assignments for a 0,25 mm pitch 4ch transceiver (4 optical inputs
and 4 optical outputs) are shown in Figure A.3. Direction of the package is decided by the
position of the optical interface shifted to the left of centre, as shown in Figure A.3. The optical
terminal function definitions are shown in Table A.3.
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Figurg A.3 — Optical terminal numbering assighment for 0,25 mm pitch optical interface
for 4ch transceiver (top view)

Table A.3 — Optical terminal function definitions for 4ch transceiver

Terminal number Symbol Function
LA OPTOUTO1 Optical output 1
LB ORTOUTO02 Optical output 2
LC OPTOUTO03 Optical output 3
LD OPTOUTO04 Optical output 4
LE OPTINO1 Optical input 1
LF OPTINO2 Optical input 2
LG OPTINO3 Optical input 3
LH OPTINO4 Optical input 4

A.2.4 Outline drawing

Package outline drawing and dimensions of the package outline of a 4ch transceiver are shown
in Figure A.4 and Table A.4.
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Figure A.4 — Package outline drawing of 4ch transceiver
Table A.4 — Dimensions of the package outline of 4ch transceiver
Dimensions
Reference rm Notes
Minimum Maximum
D 4,82 5,06
D1 0,28 0,41
E 4,82 5,06
E1 0,28 0,41
e - -
F 1,75 1,95
G 2,90 3,10
X 1,224 1,237
Y 0,923 0,935
A 0,76 0,80
A1 0,70 0,74
Db - 0,13 Electrical I/O
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Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
b1 2 - 0,035 Optical 1/0 (Tx)
@b2 b - 0,07 Optical 1/0 (Rx)
x1 - 0,02
X2 C,CCG RC:G:;VU PUO;t;UIIa: tU:UIClII\.:U
x3 - 0,002 Relative positional tolerance
y - 0,01
y1 - 0,01

a8  ¢b| is a vendor specific diameter of optical terminal to have a specific coupling-efficiency designed Qy each
verjdor. @b1 = 0,035 is specific for butt coupling case where the optical beam! from optical output terminal is
butf coupled to MMF.

b @bp is a vendor specific diameter of optical terminal to have a specific)coupling efficiency designed Hy each
verjdor. &b2 = 0,07 is specific for butt coupling case where a beafovrfrom MMF is butt coupled to optical input
termpinal.

A.3 Bch transceiver

A.3.1 Block diagram

The bldck diagram for an 8ch transcéiver is shown in Figure A.5.
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Figyre A.5 — Block diagram for chip scale' package of 8ch transceiver using silicon
photonics chip withooptional pads for LD control
A.3.2 Electrical terminal assignments
Electridal terminal numbering assignments are shown in Figure A.6. Electrical terminalg in the
outer two rows and columns (outer two lines) are used. The direction of the package is decided
by the [position of optical_interface shifted to the left of centre, as shown in Figure Al6. The
termingl definitions are shown in Table A.5.



https://iecnorm.com/api/?name=c20149e8e4f096ed5530d3653c6cac72

- 20 - IEC 62148-19:2019 © |IEC 2019

O
@)

Optical interface

[cXrZZzOo0-HC<S<LH

o] eje]e]e]e]()e]e]e]c]e]e]e]e)e]c]c]e)e]e,

00000 0[0[PIO[0[0[00[0[0[0 00000

00000 00P00000000 000000
0000000 DO0DOO000000D00

TOmOOMT®

QOO0
OO 00
3 5 7 _ 9 11 13 15 1
4 6 8 10 12 14 16 18 20

IEC

QO
Q0
O

Q0
Q0
Q0
Q0
(@)

Q0
00
Q0
O

N
g}
-
©

Figure A.6 — Electrical terminal numbering assignment (top view)

Table A.5 — Terminal function definitions for 8ch transceiver

Tnel:mi ?_I Symbol Function
A1 GND Ground
A2 GND Ground
A3 GND Ground
A4 VLDDQ LD drivescommon
A5 VLDDP3 LD power supply 3 (external drive mode)
A6 VLDDP2 LD power supply 2 (external drive mode)
A7 VLDDPA1 LD power supply 1 (external drive mode)
A8 GND Ground
A9 VDD Power supply
A10 GND Ground
A11 VPLD LD driver power supply
A12 VDD33 3.3 V power supply
A13 TMON Temperature monitor output
A14 GND Ground
A15 DIPO1 Non-inverted input channel 1
A16 DINO1 Inverted input channel 1
A17 DIP02 Non-inverted input channel 2
A18 DINO2 Inverted input channel 2
A19 DIPO3 Non-inverted input channel 3
A20 DINO3 Inverted input channel 3
B1 GND Ground
B2 GND Ground
B3 GND Ground
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Terminal Symbol Function
number
B4 VLDDQ LD drive common
B5 VLDDP3 LD power supply 3 (external drive mode)
B6 VLDDP2 LD power supply 2 (external drive mode)
B7 VLDDP1 LD power supply 1 (external drive mode)
B8 GND Ground
B9 VDD Power supply
B10 GND Ground
B11 VPLD LD driver power supply
B12 VDD33 3,3 V power supply
B13 VDD Power supply
B14 GND Ground
B15 GND Ground
B16 GND Ground
B17 GND Ground
B18 GND Ground
B19 GND Ground
B20 DIP0O4 Non-inverted input channel 4
Cc19 GND Ground
C20 DINO4 Inverted input channel 4
D19 GND Ground
D20 DIP05 Non-inverted inputtehannel 5
E19 GND Ground
E20 DINO5 Inverted input channel 5
F19 GND Ground
F20 DIP06 NaenJinverted input channel 6
G19 GND Ground
G20 DINO6 Inverted input channel 6
H19 GND Ground
H20 DIPQ7 Non-inverted input channel 7
J19 GND Ground
J20 DINO7 Inverted input channel 7
K19 GND Ground
K20 DIP08 Non-inverted input channel 8
L19 GND Ground
L20 DINO8 Inverted input channel 8
M19 GND Ground
M20 DOPO1 Non-inverted output channel 1
N19 GND Ground
N20 DONO1 Inverted output channel 1
P19 GND Ground
P20 DOPO02 Non-inverted output channel 2
R19 GND Ground
R20 DONO02 Inverted output channel 2



https://iecnorm.com/api/?name=c20149e8e4f096ed5530d3653c6cac72

- 22 - IEC 62148-19:2019 © |IEC 2019

Terminal Symbol Function
number
T19 GND Ground
T20 DOPO03 Non-inverted output channel 3
u19 GND Ground
u20 DONO3 Inverted output channel 3
V19 GND Ground
V20 DOP04 Non-inverted output channel 4
W19 GND Ground
W20 DONO04 Inverted output channel 4
Y19 GND Ground
Y20 DOPO05 Non-inverted output channel 5
AA1 GND Ground
AA2 GND Ground
AA3 GND Ground
AA4 GND Ground
AA5 VPD PD bias voltage
AA6 VPD PD bias voltage
AA7 VDD Power supply
AA8 VDD Power supply
AA9 GND Ground
AA10 VDD Power supply
AA11 GND Ground
AA12 GND Ground
AA13 GND Ground
AA14 GND Ground
AA15 GND Ground
AA16 GND Ground
AA17 GND Ground
AA18 GND Ground
AA19 GND Ground
AA20 DONO05 Inverted output channel 5
AB1 GND Ground
AB2 MONOQUT Optical-powerrmonitoroutput
AB3 VDD33 3,3 V power supply
AB4 GPIO General purpose 1/0O
AB5S SCL 2-wire serial interface clock
AB6 SDA 2-wire serial interface data
AB7 VDD Power supply
AB8 GND Ground
AB9 VBIAS2 Bias voltage 2
AB10 GND Ground
AB11 VBIAS1 Bias voltage 1
AB12 GND Ground
AB13 GND Ground
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Terminal Symbol Function
number

AB14 GND Ground

AB15 DONO08 Inverted output channel 8

AB16 DOPO08 Non-inverted output channel 8

AB17 DONO7 Inverted output channel 7

AB18 DOPO7 Non-inverted output channel 7

AB19 DONO06 Inverted output channel 6

AB20 DOPO06 Non-inverted output channel 6

A.3.3 Optical terminal assignments

Opticallterminal assignments for a 0,125 mm pitch 8ch transceiver (8 optical inputs and 8
outputg) are shown in Figure A.7. Direction of the package is decided by(the positior
optical jnterface shifted to the left of centre, as shown in Figure A.7.The optical terminal f

definitipns are shown in Table A.6.

optical
of the
unction

IEC

Figure A.7 — Optical terminal numbering assignment for 0,125 mm pitch optical

interface for 8ch transceiver (top view)
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Table A.6 — Optical terminal function definitions for 8ch transceiver

Terminal number Symbol Function
LA OPTOUTO1 Optical output 1
LB OPTOUTO02 Optical output 2
LC OPTOUTO03 Optical output 3
LD OPTOUTO04 Optical output 4
LE OPTOUTO0S Optical output 5
LF OPTOUTO06 Optical output 6
LG OPTOUTO7 Optical output 7
LH OPTOUTO08 Optical output 8
LJ OPTINO1 Optical input 1
LK OPTINO2 Optical input 2
LL OPTINO3 Optical input 3
LM OPTINO4 Optical input 4
LP OPTINOS Optical input 5
LR OPTINO6 Optical input/6
LT OPTINO7 Optical input 7
LU OPTINO8 Optical input 8
A.3.4 Outline drawing
Drawing and dimensions of the package outling of an 8ch transceiver are shown in Figure A.8
and Taple A.7.
Dimensions in mjllimetres
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Figure A.8 — Package outline drawing of 8ch transceiver
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Table A.7 — Dimensions of the package outline of 8ch transceiver

— 25—

Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum

D 5,32 5,56

D1 0,28 0,41

E 5.82 6.06

E1 0,28 0,41

F 1,75 2,35

G 3,20 4,20

X 1,22 1,75

Y 1,25 1,50

A 0,76 0,80

A1 0,70 0,74

b - 0,13 Electrical 1/0

b1 @ - 0,035 Optical 1/0 (Tx)

@b2 P - 0,07 Optical /0 (Rx)

x1 - 0,02

x2 - 0,005 Relative positional tolerance

x3 - 0,002

y 3 0,01

y1 - 0,01

a8  @b| israswendor specific diameter of optical terminal to have a specific coupling efficiency designed Qy each
vernlders<b1 = 0,035 is specific for butt coupling case where the optical beam from optical output terminal is
buttTtouptedto MvF:

b @b2 is a vendor specific diameter of optical terminal to have a specific coupling efficiency designed by each
vendor. gb2 = 0,07 is specific for butt coupling case where a beam from MMF is butt coupled to optical input
terminal.

A.4 12ch transmitter and receiver
A4.1 Block diagram

The block diagrams for a 12ch transmitter and a 12ch receiver are shown in Figures A.9 and
A.10, respectively.
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Figure A.9 — Block diagram for chip scale package of 12ch transmitter using silicon
photonics chip with optional pads for LD control
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Figure A.10 — Block diagram for the chip scale package of 12ch receiver with optional
pad for PD bias
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A.4.2 Electrical terminal assignments

Electrical terminal numbering assignments are shown in Figure A.11. Electrical terminals in the
outer two rows and columns (outer two lines) are used. The direction of the package is decided
by the position of optical interface shifted to the left of centre as shown in Figure A.11. The
terminal definitions for a 12ch transmitter and a 12ch receiver are shown in Tables A.8 and A.9,
respectively.
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Figure A.11 — Electrical terminal numbering assignment (top view)

Table A.8 — Terminal fanction definitions for 12ch transmitter

Tnel:mi ?_I Symbol Function
A1 GND Ground
A2 GND Ground
A3 GND Ground
A4 VLDDQ LD drive common
A5 VLDDP3 LD power supply 3 (external drive mode)
A6 VLDDP2 LD power supply 2 (external drive mode)
A7 VLDDP1 LD power supply 1 (external drive mode)
A8 GND Ground
A9 VDD Power supply
A10 GND Ground
A11 VPLD LD driver power supply
A12 VDD33 3,3 V power supply
A13 TMON Temperature monitor output
A14 DIPO1 Non-inverted input channel 01
A15 DINO1 Inverted input channel 01
A16 DIP02 Non-inverted input channel 02
A17 DINO2 Inverted input channel 02
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Terminal Symbol Function
number
A18 GND Ground
B1 GND Ground
B2 GND Ground
B3 GND Ground
B4 VLDDQ LD drive common
B5 VLDDP3 LD power supply 3 (external drive mode)
B6 VLDDP2 LD power supply 2 (external drive mode)
B7 VLDDP1 LD power supply 1 (external drive mode)
B8 GND Ground
B9 VDD Power supply
B10 GND Ground
B11 VPLD LD driver power supply
B12 VDD33 3,3 V power supply
B13 VDD Power supply
B14 GND Ground
B15 GND Ground
B16 GND Ground
B17 GND Ground
B18 DIP03 Non-inverted input channeh03
c17 GND Ground
Cc18 DINO3 Inverted input chafnnel 03
D17 GND Ground
D18 DIP04 Non-inverted'input channel 04
E17 GND Ground
E18 DINO4 Inverted input channel 04
F17 GND Ground
F18 DIP05 Non-inverted input channel 05
G17 GND Ground
G18 DINOS Inverted input channel 05
H17 GND Ground
H18 DIP06 Non-inverted input channel 06
J17 GND Ground
J18 DINO6 Inverted input channel 06
K17 GND Ground
K18 DIPO7 Non-inverted input channel 07
L17 GND Ground
L18 DINO7 Inverted input channel 07
M17 GND Ground
M18 DIP08 Non-inverted input channel 08
N17 GND Ground
N18 DINO8 Inverted input channel 08
P17 GND Ground
P18 DIP09 Non-inverted input channel 09
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Terminal Symbol Function
number
R17 GND Ground
R18 DINO9 Inverted input channel 09
T17 GND Ground
T18 DIP10 Non-inverted input channel 10
U1 GND Ground
u2 GND Ground
u3 GND Ground
u4 GND Ground
us VDD Power supply
ué6 VDD Power supply
u7 VDD Power supply
us VDD Power supply
uo GND Ground
u10 VDD Power supply
u11 GND Ground
u12 GND Ground
u13 GND Ground
u14 GND Ground
u15 GND Ground
u16 GND Ground
u17 GND Ground
u18 DIN10 Inverted input_channel 10
V1 GND Ground
V2 MONOUT Optical power monitor output
V3 VDD33 3,8V power supply
V4 GPIO General purpose 1/0O
V5 SCL 2-wire serial interface clock
V6 SDA 2-wire serial interface data
\4 VDD Power supply
V8 GND Ground
V9 VBIAS2 Bias voltage 2
V10 GND Ground
V11 VBIAS1 Bias voltage 1
V12 GND Ground
V13 GND Ground
V14 DIN12 Inverted input channel 12
V15 DIP12 Non-inverted input channel 12
V16 DIN11 Inverted input channel 11
V17 DIP11 Non-inverted input channel 11
V18 GND Ground
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Table A.9 — Terminal function definitions for 12ch receiver

Terminal

number Symbol Function
A1 GND Ground
A2 GND Ground
A3 GND Ground
A4 VPD PD bias voltage
A5 VPD PD bias voltage
A6 VDD Power supply
A7 VDD Power supply
A8 GND Ground
A9 VDD Power supply
A10 GND Ground
A11 GND Ground
A12 VDD33 3,3 V power supply
A13 TMON Temperature monitor output
A14 DOPO1 Non-inverted output channel 01
A15 DONO1 Inverted output channel 01
A16 DOPO02 Non-inverted output channel 02
A17 DONO02 Inverted output channel 02
A18 GND Ground
B1 GND Ground
B2 GND Ground
B3 GND Ground
B4 VPD PD bias (voltage
B5 VPD PD.bias’ voltage
B6 VDD Power supply
B7 VDD Power supply
B8 GND Ground
B9 VDD Power supply
B10 GND Ground
B11 GND Ground
B12 VDD33 3,3 V power supply
B13 VDD Power supply
B14 GND Ground
B15 GND Ground
B16 GND Ground
B17 GND Ground
B18 DOPO03 Non-inverted output channel 03
Cc17 GND Ground
Cc18 DONO3 Inverted output channel 03
D17 GND Ground
D18 DOP04 Non-inverted output channel 04
E17 GND Ground
E18 DONO04 Inverted output channel 04
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Terminal Symbol Function
number

F17 GND Ground

F18 DOPO05 Non-inverted output channel 05

G17 GND Ground

G18 DONO05 Inverted output channel 05

H17 GND Ground

H18 DOPO06 Non-inverted output channel 06

J17 GND Ground

J18 DONO06 Inverted output channel 06

K17 GND Ground

K18 DOPO7 Non-inverted output channel 07

L17 GND Ground

L18 DONO7 Inverted output channel 07

M17 GND Ground

M18 DOPO08 Non-inverted output channel 08

N17 GND Ground

N18 DONO08 Inverted output channel 08

P17 GND Ground

P18 DOP09 Non-inverted output channel.09

R17 GND Ground

R18 DONO09 Inverted output chann€eh09

T17 GND Ground

T18 DOP10 Non-inverted output channel 10

U1 GND Ground

u2 GND Ground

u3 GND Ground

u4 GND Ground

us VPD PD bias voltage

U6 VPD PD bias voltage

u7 VDD Power supply

us VDD Power supply

u9 GND Ground

u10 \VinYn) Power-supphy

Ut GND Ground

u12 GND Ground

u13 GND Ground

u14 GND Ground

u15 GND Ground

u16 GND Ground

u17 GND Ground

u18 DON10 Inverted output channel 10

VA1 GND Ground

V2 GND Ground

V3 VDD33 3,3 V power supply
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Terminal Symbol Function
number

V4 GPIO General purpose 1/0

V5 SCL 2-wire serial interface clock

V6 SDA 2-wire serial interface data

\4 VDD Power supply

V8 GND Ground

V9 VPD PD bias voltage

V10 GND Ground

V11 VPD PD bias voltage

V12 GND Ground

V13 GND Ground

V14 DON12 Inverted output channel 12

V15 DOP12 Non-inverted output channel 12

V16 DON11 Inverted output channel 11

V17 DOP11 Non-inverted output channel 11

V18 GND Ground
A.4.3 Optical terminal assignments
Opticall terminal assignments for a 0,125 mm pitch*12ch transmitter and 12ch receijer are
shown |n Figure A.12. Direction of the package isi@decided by the position of the optical infterface
shifted [to the left of centre as shown in Figure*A.12. The optical terminal function definitlons for

a 12ch

transmitter and 12ch receiver are shown in Tables A.10 and A.11, respectively.
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ure A.12 — Optical terminal numbering d@ssignment for 0,125 mm pitch opti
interface for 12ch transmitter and receiver (top view)

Table A.10 — Optical terminal function definitions for 12ch transmitter

cal

[erminal number Symbol Function
LA OPTOA Optical output 1
LB QPT02 Optical output 2
LC OPTO03 Optical output 3
LD OPTO04 Optical output 4
LE OPTO05 Optical output 5
LF OPTO06 Optical output 6
LG OPTO7 Optical output 7
LH OPTO08 Optical output 8
LJ OPTO09 Optical output 9
LK OPT10 Optical output 10
LL OPT11 Optical output 11
LM OPT12 Optical output 12
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Table A.11 — Optical terminal function definitions for 12ch receiver

Terminal number Symbol Function
LA OPTO1 Optical input 1
LB OPTO02 Optical input 2
LC OPTO03 Optical input 3
LD OPTO04 Optical input 4
LE OPTO05 Optical input 5
LF OPTO06 Optical input 6
LG OPT07 Optical input 7
LH OPTO08 Optical input 8
LJ OPTO09 Optical input 9
LK OPT10 Optical input 10
LL OPT11 Optical input 11
LM OPT12 Optical input 12
A.4.4 Outline drawing
Drawing and dimensions of the package outline of a 12ch transmitter are shown in Figufe A.13
and Taple A.12. Drawing and dimensions of the package outline of a 12ch receiver aref shown
in Figure A.14 and Table A.13.
Dimensions in millimetres
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Figure A.13 — Package outline drawing of 12ch transmitter


https://iecnorm.com/api/?name=c20149e8e4f096ed5530d3653c6cac72

IEC 62148-19:2019 © |IEC 2019 - 35—

Table A.12 — Dimensions of the package outline of 12ch transmitter

Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
D 4,82 5,06
D1 0,28 0,41
E 4.82 5.06
E1 0,28 0,41
F 1,80 2,00
G 2,90 3,10
X 1,224 1,237
Y 1,427 1,438
A 0,76 0,80
A1 0,70 0,74
b - 0,13 Electrical 1/0
b1 2 - 0,035 Optical 1/0
x1 - 0502
x2 - 0,005 Relative positional tolerance
x3 - 0,002 Relative positional tolerance
y - 0,01
y1 : 0,01
a8 bl is a vendor specific diameter of optical terminal to have a specific coupling efficiency designed Ry each
verjdor. @b4=0,035 is specific for butt coupling case where the optical beam from optical output terminal is
butf coupled to MMF.
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Dimensions in millimetres
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Figure A.14 — Package outline drawing of 12ch receiver

IEC

Table A.13 — Dimensions of thecpackage outline of 12ch receiver

Dimensjons
Reference m Notes
Minimom Maximum
D 4,82 5,06
D1 0,28 0,41
E 4,82 5,06
E1 0,28 0,41
F 1,80 2,00
G 2,90 3,10
X 1,116 1,130
Y 1,469 1,481
A 0,76 0,80
A1 0,70 0,74
b - 0,13 Electrical I/0
b1 @ - 0,07 Optical 1/0
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Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
x1 0,02
x2 0,005 Relative positional tolerance
x3 0,002 Relative positional tolerance
y 001
y1 0,01

b[l is a vendor specific diameter of optical terminal to have a specific coupling efficiengy‘designed Ry each
verjdor. &b1 = 0,07 is specific for butt coupling case where a beam from MMF is butt coupled to optical input

termpinal.
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Une liste de toutes les parties de la série IEC 62148, publiées sous le titre général Composants
et dispositifs actifs fibroniques — Normes de boitier et d'interface, peut étre consultée sur le site
web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de I'lEC sous «http://webstore.iec.ch» dans les données relatives au
document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

° amelzndé.
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INTRODUCTION

Un boitier a puce photonique est utilisé pour convertir les signaux électriques en signaux
optiques et inversement. Le présent document couvre l'interface physique des boftiers a puces
photoniques. Ces modules sont congus pour une utilisation en espace libre ou avec des
connecteurs pour fibres optiques a plusieurs canaux.
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1 Do

La prés

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D'INTERFACE -

Partie 19: Boitier a puce photonique

maine d'application

ente partie de I'N"EC 62148 couvre les boftiers a puces photoniques

L'objec
d'émiss
et trans

lif du présent document est de spécifier les exigences physiques des" n
ion et de réception optique qui permettent l'interchangeabilité mécanique.des ém
metteurs.

2 Références normatives

Les do
de leur
I'édition
référen

IEC 62
Partie

3 Te

31 1

Pour le

L'1SO e
en norr,

e |EC
e |[SO

3.1.1
boitier

cuments suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils gonstituent, pour tout o
contenu, des exigences du présent document. Pour\leés références datées
citée s'applique. Pour les références non datées, la(derniére édition du docun

ce s'applique (y compris les éventuels amendements).

48-1, Composants et dispositifs actifs fibroniques — Normes de boitier et d'inte
: Généralités et recommandations

rmes, définitions et termes abrégés

[ermes et définitions

5 besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

odules
etteurs

I partie
seule
hent de

rface —

t I'IEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées

halisation, consujtables aux adresses suivantes:

Electropedia; disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

Online bfewsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

apuce photonique

puce convertisseur O/E et/ou E/Q. incluant les E/S électrigues et optiques

3.2 Termes abrégés

CSP
O/E
E/O
E/S
SIG
TX
RX
MOD
LD

chip scale package (boitier a puce photonique)
optique a électrique

électrique a optique

entrée/sortie

signal

transmitter (émetteur)

receiver (récepteur)

modulateur optique

laser diode (diode laser)
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MMF  multimode fibre (fibre multimode)
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TIA transimpedance amplifier (amplificateur d'adaptation d'impédance)

CClI carte de circuit imprimé

PWB printed wiring board (carte a cablage imprimé)

PD photodiode

4 Classification

Le boitier a puce photonique spécifié dans le présent document est de type 5 conformément

aux définitions de I'lEC 62148-1.

5 Spgcification du boitier a puce photonique

5.1 énéralités

L'Article 5 spécifie les exigences physiques d'un boitier a puce ,photonique qui

I'interchhangeabilité mécanique des modules satisfaisants au présentidocument, pour la

pour tolte exigence de montage sur panneau.

5.2 $chéma fonctionnel général (photoniques au silicium)

Le schema fonctionnel des boitiers a puces photoniqués,est représenté a la Figure
Iaquellj "N" désigne les canaux d'entrées électriques, "M" désigne les canaux de
u

électri
optiquds.

es, "Q" désigne les canaux de sorties optigues et "R" désigne les canaux d'

Les forjctions de conversion électrique a optique (E/O) et/ou optique a électrique (O/
fourniep par le boitier conformément aux @pplications.

Les numéros des canaux des entrées électriques N et des sorties optiques Q des E/O
entréeq optiques R et des sorties | électriques M des O/E sont définis selon un systéme de

permet
CCl et

, dans
sorties
bntrées

F) sont

et des

rallele-

muItipIIxage comme un multiplexage en longueur d'onde et un convertisseur p4g
série/s¢rie-paralléle.
Les configurations spéecifiques au boitier a puce photonique sont présentées a I'Annexs
Alimentation
Ehtrée du signal p Commande
€lectrique modulateur
optique MAOD X\Q
C " bdd \ Sortie du signal
ommande i
deladiode| | LD \  optique
Contréle/alarme <+—»| laser
D|SpOS|t|f de Emetteur
surveillance
Récepteur
xR
— \  Entrée du signal
mplificateur, i
Sortie du signal P limitour TIA PD \ optique

électrique

| Tension de polarisation de la photodiode (option)
Terre  Alimentation du coté émetteur 2 (option)

IEC

Figure 1 — Schéma fonctionnel général d'un boitier a puce photonique
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5.3 Interface électrique
5.3.1 Généralités

L'interface électrique spécifiée dans le présent document définit uniquement les fonctionnalités
de base de chaque borne.

5.3.2 Numérotation des bornes électriques

Les modalités de numérotation des bornes électriques sont représentées a la Figure 2. La borne
électrique de référence A1 est affectée en bas a gauche, la direction du boitier est déterminée
par la position de l'interface optique se déplagant du centre vers la gauche, comme cela est
représgntéatatigure2-

! 00000 0000000000000
1 10000000000 00000000
lee) 00
F OO @[@]
1 OO0 @@]
' 100 ] 0@
' 100 o0&
el /SO

@[@) — Interface optique QO
J OO . D . OF 100
H OO Q0
G (OO o0
F OO - oo
E OO ) 00
D OO o)®;
Cc QO 00
B OO0 CO0O0QROCOO0O0000000
A COOIOOILEVICOOOOO0O0O00

1 3 5 7 9  c-mmemeoo

N
S
(o)}
[oe]
—
o

Figure 2 — Attribution de.la numérotation des bornes électriques (vue de dessus)

5.4 Interface optique
5.4.1 Généralités

L'interface optique spécifiée dans le présent document définit uniguement les fonctionnalités
de bas¢ delchaque borne optique. Il y a deux options d'espacement des canaux de l'interface
optiqud:*0525 mm et 0,125 mm.

5.4.2 Condition de faisceau optique en espace libre

Le faisceau optique de sortie d'un boitier a puce photonique est couplé a une fibre optique ou
a un guide d'ondes optique en espace libre, comme des lentilles optiques ou un couplage en
butée, afin d'obtenir un rendement de couplage spécifique congu par chaque fournisseur.

Les dimensions des bornes optiques et des profils des faisceaux sont définies conformément
aux spécifications du fournisseur.
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5.5 Encombrement et empreinte

5.5.1 Généralités

L'empreinte du boftier a puce photonique est déterminée par le nombre de canaux de I'émetteur
et/ou du récepteur optique, des dimensions et du pas des bornes électriques. Le pas de la

plage électrique et les dimensions de la puce suivent les recommandations générales d'un
boitier a puce (IEC 62148-21).

Les configurations spécifiques au boftier a puce photonique sont présentées a I'Annexe A.

5.5.2 Dessin d'empreinte

La coniliguration recommandée de la CCl est représentée a la Figure 3, et le cablage.élgctrique
informdtif d'une interface électrique haute vitesse est représenté a la Figure 4. Les.dimg¢nsions
de la cpnfiguration recommandée de la CCl sont données dans le Tableau 1.

Y
|

000000000000 0O00

o
000000000000 0000

0000000000000 0000
0090000000000 O0000

0O00000QOO00000000
0O0000QO000000000

IEC

NOTE ¢ =0,25 mm

Eigure 3 — Configuration recommandée de la CCI
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Figure 4 — Cablage électrique sur feuille informatif pour interface électrique haute
vitesse
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Tableau 1 — Dimensions de la configuration recommandée de la CCI

Dimensions

Référence mm

Minimale Maximale

fx 0,13 0,17
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Annexe A
(normative)

Configurations spécifiques

Généralités

Les configurations spécifiques du boitier a puce pour les applications d'émetteur/récepteur
optique a plusieurs canaux sont décrites dans I'Annexe A. Des solutions alternatives aux
transducteurs a 4 canaux, aux transducteurs a 8 canaux, aux émetteurs a 12 canaux et aux

récepts a caRathc—avecdesoptonrs—despacemen GeS—Catratxoeptat &€ mm et
0,125 mim, sont spécifiées aux Articles A.2 a A.4, comme cela est énuméré dans le Tableau A.1
Tableau A.1 — Configurations spécifiques spécifiées a I'Annexe A
Configuration Espacement des canaux optiques
0,25 mm 0,125 mm
Transdiicteur a 4 canaux A.2 -
Transdiyicteur a 8 canaux - A.3
Emettefir & 12 canaux/
- A4
Récepteur a 12 canaux

A.2 [Transducteur a 4 canaux

A.2.1 Schéma fonctionnel

La Figyre A.1 représente le schéma fonctionnel d'un transducteur a 4 canaux.
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Figure A.1 — Schéma’fonctionnel d'un boitier a puce d'un transducteur a 4 canpux
utilisant une puce photonique en silicium avec plages facultatives pour le contréle de la
diode laser
A.2.2 Affectations des bornes électriques
Les madalités de numérotation des bornes électriques sont représentées a la Figure A.2. Les

bornes électriques des deux rangées et colonnes externes (les deux lignes extérieures) sont
utilisées. La direction du boitier est déterminée par la position de l'interface optique se
déplagant du centre vers la gauche, comme cela est représenté a la Figure A.2. Les définitions
des bornes sont présentées dans le Tableau A.2.
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Figure A.2 — Attribution de la numérotation des bornesélectriques (vue de desgus)

Tapleau A.2 — Définition des fonctions des bornes,'d'un transducteur a 4 canaux

Numéfo de Symbole Fonction
la bgrne

A1 GND Terre
A2 GND Terre
A3 GND Terre
A4 VLDDQ Disque partagé de la diode laser
A5 VLDDP3 Alimentation de la diode laser 3 (mode disque externe)
A6 VLDDP2 Alimentation de la diode laser 2 (mode disque externe)
A7 VLDDP1 Alimentation de la diode laser 1 (mode disque externe)
A8 GND Terre
A9 VDD Alimentation
A10 GND Terre
A11 VPLD Alimentation du driver de la diode laser
A12 VDD33 Alimentation 3,3 V
A13 TMON Sortie du dispositif de surveillance de la temperature
A14 GND Terre
A15 GND Terre
A16 GND Terre
A17 GND Terre
A18 GND Terre
B1 GND Terre
B2 GND Terre
B3 GND Terre
B4 VLDDQ Disque partagé de la diode laser
B5 VLDDP3 Alimentation de la diode laser 3 (mode disque externe)
B6 VLDDP2 Alimentation de la diode laser 2 (mode disque externe)
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Nluméro de Symbole Fonction
a borne
B7 VLDDP1 Alimentation de la diode laser 1 (mode disque externe)
B8 GND Terre
B9 VDD Alimentation
B10 GND Terre
B11 VPLD Alimentation du driver de la diode laser
B12 VDD33 Alimentation 3,3 V
B13 VDD Alimentation
B14 GND Terre
B15 GND Terre
B16 GND Terre
B17 GND Terre
B18 DIPO1 Canal d'entrée non inversé 1
c17 GND Terre
Cc18 DINO1 Canal d'entrée inversé 1
D17 GND Terre
D18 DIP02 Canal d'entrée non inversé 2
E17 GND Terre
E18 DINO2 Canal d'entrée inversé 2
F17 GND Terre
F18 DIP03 Canal d'entrée non inversé 3
G17 GND Terre
G18 DINO3 Canal d'entrée\inversé 3
H17 GND Terre
H18 DIP04 Canal(djentrée non inversé 4
J17 GND Terre
J18 DINO4 Canal d'entrée inversé 4
K17 GND Terre
K18 DOPO1 Canal de sortie non inversé 1
L17 GNP Terre
L18 DONO1 Canal de sortie inversé 1
M17 GND Terre
M18 DOPQ2 Canal de-sortie-non-inversa-2
N17 GND Terre
N18 DONO02 Canal de sortie inversé 2
P17 GND Terre
P18 DOPO03 Canal de sortie non inversé 3
R17 GND Terre
R18 DONO03 Canal de sortie inversé 3
T17 GND Terre
T18 DOPO04 Canal de sortie non inversé 4
U1 GND Terre
u2 GND Terre
u3 GND Terre
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Nluméro de Symbole Fonction
a borne
u4 GND Terre
us VPD Tension de polarisation de la photodiode
ué6 VPD Tension de polarisation de la photodiode
urz VDD Alimentation
us VDD Alimentation
uo GND Terre
u1o0 VDD Alimentation
Ut GND Terre
u12 GND Terre
u13 GND Terre
u14 GND Terre
u15 GND Terre
u16 GND Terre
u17 GND Terre
u18 DONO04 Canal de sortie inversé 4
V1 GND Terre
V2 MONOUT Sortie du dispositif de surveillance des canaux optiques
V3 VDD33 Alimentation 3,3 V
V4 GPIO E/S d'usage général
V5 SCL Alarme d'interface sériena deux cables
V6 SDA Données d'interfacessérie a deux cables
V7 VDD Alimentation
V8 GND Terre
V9 VBIAS2 Tensienyde polarisation 2
V10 GND Terre
V11 VBIAS1 Tension de polarisation 1
V12 GND Terre
V13 GND Terre
V14 GNP Terre
V15 GND Terre
V16 GND Terre
V17 GND Torre.
V18 GND Terre
A.2.3 Affectations des bornes optiques

Les modalités de numérotation des bornes optiques pour un transducteur a 4 canaux dont les
pas sont de 0,25 mm (4 entrées optiques et 4 sorties optiques) sont représentées a la
Figure A.3. La direction du boftier est déterminée par la position de l'interface optique se
déplagant du centre vers la gauche, comme cela est représenté a la Figure A.3. Les définitions
des fonctions des bornes optiques sont présentées dans le Tableau A.3.
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Figure|A.3 — Attribution de la numérotation descbornes optiques d'une interface optique
de pas 0,25 mm d'un transducteur a 4 canaux (vue de dessus)

Thbleau A.3 — Définition des fonctions des bornes optiques d'un transducteuyr

a 4 canaux
Numéro de la borne Symbole Fonction
LA OPTOUTO1 Sortie optique 1
LB OPTOUTO02 Sortie optique 2
LC OPTOUTO03 Sortie optique 3
LD OPTOUTO04 Sortie optique 4
LE OPTINO1 Entrée optique 1
LF OPTINO2 Entrée optique 2
LG OPTINO3 Entrée optique 3
LH OPTINO4 Entrée optique 4

A.2.4 Dessin d'encombrement

Le dessin et les dimensions de I'encombrement du boitier d'un transducteur a 4 canaux sont
présentés a la Figure A.4 et dans le Tableau A.4.
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Dimensions en millimetres
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Higure A.4 — Dessin d'encombrement du boitier d'un transducteur a 4 canauk
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Tableau A.4 — Dimensions d'encombrement du boitier d'un transducteur a 4 canaux

Dimensions

mm

Reférence Notes
Minimale Maximale
D 4,82 5,06
D1 0,28 0,41
E 4,82 5,06
E1 0,28 0,41
e - -
F 1,75 1,95
G 2,90 3,10
X 1,224 1,237
Y 0,923 0,935
A 0,76 0,80
A1 0,70 0,74
b - 0,13 E/S électrique
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Dimensions
Référence mm Notes
Minimale Maximale

b1 @ - 0,035 E/S optique (Tx)

ob2 b - 0,07 E/S optique (Rx)

x1 - 0,02

X2 C,CCG TU:U’IGII\JU dc ’JUO;t;UII |c:at;vc

x3 - 0,002 Tolérance de position relative

y - 0,01

y1 - 0,01

8 bl est un diamétre de borne optique spécifique défini par le fournisseur afin d'avoir un rendenjent de
couplage spécifique congu par chaque fournisseur. b1 = 0,035 est un‘diametre spécifique aux [cas de
coyplage en butée ou le faisceau optique de la borne optique de sortie esf eouplé en butée a une MMF.

b @bp est un diamétre de borne optique spécifique défini par le foufhisseur afin d'avoir un rendenfent de
coyplage spécifique congu par chaque fournisseur. @b2 = 0,077est un diamétre spécifique aux fas de
coyplage en butée ou un faisceau de la MMF est couplé en butée)a une borne d'entrée optique.

A.3 [fransducteur a 8 canaux
A.3.1 Schéma fonctionnel

La Figu

re A.5 représente le schéma fonctionnel d'un transducteur a 8 canaux.
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ire A.5 — Schéma fonctionnel d'un boitier a puce d'un transducteur a 8 canpux
utilisant une puce. photonique en silicium avec plages facultatives pour le contréle de la
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Affectations des bornes électriques
dalités de numérotation des bornes t:'\lnr‘friqnne sont rnprt:'\ennh:'\ne ala Figllrn 6. Les

Les m

bornes électriques des deux rangées et colonnes externes (les deux lignes extérieures) sont
utilisées. La direction du boitier est déterminée par la position de l'interface optique se
déplagant du centre vers la gauche, comme cela est représenté a la Figure A.6. Les définitions
des bornes sont présentées dans le Tableau A.5.
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Figuyre A.6 — Attribution de la numérotation des bornes-électriques (vue de desgus)

Tapleau A.5 — Définition des fonctions des bornes’'d'un transducteur a 8 canaux

Nlumé o de Symbole Fonction

a bgrne

A1 GND Terre

A2 GND Terre

A3 GND Terre

A4 VLDDQ Disque-partagé de la diode laser

A5 VLDDP3 Alimentation de la diode laser 3 (mode disque externe)
A6 VLDDP2 Alimentation de la diode laser 2 (mode disque externe)
A7 VLDDP1 Alimentation de la diode laser 1 (mode disque externe)
A8 GND Terre

A9 VDD Alimentation

A10 GND Terre

A11 VPLD Alimentation du driver de la diode laser

A12 VDD33 Alimentation 3.3 V

A13 TMON Sortie du dispositif de surveillance de la température
A14 GND Terre

A15 DIPO1 Canal d'entrée non inversé 1

A16 DINO1 Canal d'entrée inversé 1

A17 DIP02 Canal d'entrée non inversé 2

A18 DINO2 Canal d'entrée inversé 2

A19 DIPO3 Canal d'entrée non inversé 3

A20 DINO3 Canal d'entrée inversé 3

B1 GND Terre

B2 GND Terre

B3 GND Terre
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Nluméro de Symbole Fonction
a borne

B4 VLDDQ Disque partagé de la diode laser

B5 VLDDP3 Alimentation de la diode laser 3 (mode disque externe)
B6 VLDDP2 Alimentation de la diode laser 2 (mode disque externe)
B7 VLDDP1 Alimentation de la diode laser 1 (mode disque externe)
B8 GND Terre

B9 VDD Alimentation

B10 GND Terre

B11 VPLD Alimentation du driver de la diode laser
B12 VDD33 Alimentation 3,3 V

B13 VDD Alimentation

B14 GND Terre

B15 GND Terre

B16 GND Terre

B17 GND Terre

B18 GND Terre

B19 GND Terre

B20 DIP04 Canal d'entrée non inversé 4

Cc19 GND Terre

C20 DINO4 Canal d'entrée inversé 4

D19 GND Terre

D20 DIPO5 Canal d'entrée norvinversé 5

E19 GND Terre

E20 DINO5 Canal d'entrée inversé 5

F19 GND Terre

F20 DIP06 Canal d'entrée non inversé 6

G19 GND Terre

G20 DINO6 Canal d'entrée inversé 6

H19 GND Terre

H20 DIPO7 Canal d'entrée non inversé 7

J19 GND Terre

J20 DINO7 Canal d'entrée inversé 7

K19 GND Torre.

K20 DIPO8 Canal d'entrée non inversé 8

L19 GND Terre

L20 DINO8 Canal d'entrée inversé 8

M19 GND Terre

M20 DOPO1 Canal de sortie non inversé 1

N19 GND Terre

N20 DONO1 Canal de sortie inversé 1

P19 GND Terre

P20 DOPO02 Canal de sortie non inversé 2

R19 GND Terre

R20 DONO02 Canal de sortie inversé 2
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Nluméro de Symbole Fonction
a borne

T19 GND Terre

T20 DOPO03 Canal de sortie non inversé 3

u19 GND Terre

u20 DONO03 Canal de sortie inversé 3

V19 GND Terre

V20 DOP04 Canal de sortie non inversé 4

W19 GND Terre

W20 DONO04 Canal de sortie inversé 4

Y19 GND Terre

Y20 DOPO05 Canal de sortie non inversé 5

AA1 GND Terre

AA2 GND Terre

AA3 GND Terre

AA4 GND Terre

AA5 VPD Tension de polarisation de la photodiode
AA6 VPD Tension de polarisation de la photodiode
AA7 VDD Alimentation

AA8 VDD Alimentation

AA9 GND Terre

AA10 VDD Alimentation

AA11 GND Terre

AA12 GND Terre

AA13 GND Terre

AA14 GND Terre

AA15 GND Terre

AA16 GND Terre

AA17 GND Terre

AA18 GND Terre

AA19 GNP Terre

AA20 DONO05 Canal de sortie inversé 5

AB1 GND Terre

AB2 MONOLUIT Sortie-du Aiepneifif de-surveilance-des-canalix r\pﬁqllne
AB3 VDD33 Alimentation 3,3 V

AB4 GPIO E/S d'usage général

AB5S SCL Alarme d'interface série a deux cables
AB6 SDA Données d'interface série & deux cébles
AB7 VDD Alimentation

AB8 GND Terre

AB9 VBIAS2 Tension de polarisation 2

AB10 GND Terre

AB11 VBIAS1 Tension de polarisation 1

AB12 GND Terre

AB13 GND Terre
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Nluméro de Symbole Fonction
a borne

AB14 GND Terre

AB15 DONO8 Canal de sortie inversé 8

AB16 DOPO08 Canal de sortie non inversé 8

AB17 DONO7 Canal de sortie inversé 7

AB18 DOPO7 Canal de sortie non inversé 7

AB19 DONO6 Canal de sortie inversé 6

AB20 DOPO06 Canal de sortie non inversé 6

A.3.3 Affectations des bornes optiques

Les affpctations des bornes optiques pour un transducteur a 8 canaux dont\es pas
0,125 mm (8 entrées optiques et 8 sorties optiques) sont représentées ‘ayla Figure

sont de
N.7. La

directign du boitier est déterminée par la position de l'interface optique se¢ déplagcant dy centre
vers la|gauche, comme cela est représenté a la Figure A.7. Les définitions des fonctigns des
bornes|optiques sont données dans le Tableau A.6.

IEC

Figure A.7 — Attribution de la numérotation des bornes optiques d'une interface optique

de pas 0,125 mm d'un transducteur a 8 canaux (vue de dessus)
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Tableau A.6 — Définition des fonctions des bornes optiques d'un transducteur a

8 canaux
Numéro de la borne Symbole Fonction
LA OPTOUTO1 Sortie optique 1
LB OPTOUTO02 Sortie optique 2
LC OPTOUTO03 Sortie optique 3
LD OPTOUTO04 Sortie optique 4
LE OPTOUTO05 Sortie optique 5
LF OPTOUTO06 Sortie optique 6
LG OPTOUTO7 Sortie optique 7
LH OPTOUTO08 Sortie optique 8
LJ OPTINO1 Entrée optique 1
LK OPTINO2 Entrée optique 2
LL OPTINO3 Entrée optique 3
LM OPTINO4 Entrée optique 4
LP OPTINOS Entrée optique'5
LR OPTINO6 Entrée optique 6
LT OPTINO7 Entrée optique 7
LU OPTINO8 Entrée optique 8
A.3.4 Dessin d'encombrement
Le dessin et les dimensions de I'encombrement du boftier d'un transducteur a 8 canapx sont
présen{és a la Figure A.8 et dans le Tableau A.7.
Dimensions en mjllimetres
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Figure A.8 — Dessin d'encombrement du boitier d'un transducteur a 8 canaux
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